
THERMAL RISK MANAGEMENT IN ELECTRONICS

TRM 3
PCB & PBA Field Solver

Bauteile und Ströme heizen die 
Leiterplatte - aber wie heiß wird es 
werden?

Werden die Temperaturlimits einhalten?

Sie meinen ein Blick ins Datenblatt oder 
eine AppNote reicht aus? …

… Niemals !

TRM
Ihre Software für die thermische Analyse 

von Leiterplatten und Baugruppen

Kein Datenblatt der Welt wird Ihnen 
die Temperatur für Ihr Layout sagen 
können!

Unsere Software TRM kann es und 
macht Ihnen Bilder davon.

Und es ist einfacher als Sie denken!

Bauteile >

CAD Import  >  

Eingaben >

Strom >

Spannungsabfall > 

Zeitabhängig >

Induktivität >

Technologie >

Sonderaufbauten >

Kontakt >
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> Bauteile

3D-Wärmeverteilung wird in im 
gesamten Leiterplattenvolumen 
berechnet.

Alle Lagen, Alle prepregs, alle Via.
Übereinstimmung mit Messung.

Materialdaten liegen in 
einer 

individualisierbaren 
Materialdatenbank

Kühlung über 
Konvektion, 

Kühlkörper oder Cold-
Plate

Wieviel Verlustleistung 
ergibt welche 
Temperatur? 

Welcher Temperatur 
entspricht welche 

Verlustleistung?

https://www.analog.com/media/en/dsp-
documentation/evaluation-kit-manuals/dc995A.pdf

http://www.intersil.com/content/dam/Intersil/documents/an19/
an1922.pdf
https://www.adam-research.de/pdfs/TRM_CaseStudy1.pdf 

TRM
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> CAD Import    1/2 

Von 
…

zu …

… in weniger als 1 Minute.
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> CAD Import  2/2

Für den Altium Designer® …

… sogar noch komfortabler

Ausserdem: Übernahme der 
Netzliste, Pads und aus .SchDoc 
spezielle TRM Parameter für 
Strom und Leistung
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> Eingabe

 TRM bietet etwas für thermische Anfänger und Experten.

Importieren Sie Lagenaufbau, Ihre Gerber-, Bestückungs- und
Bohrfiles in TRM und fügen Sie Stromstärke und Verlustleistung
dazu. Manuell oder über xls.

 Die Benutzerführung orientiert sich am Fertigungsprozess

Von einer Lage bis max. 50 Lagen Jede Bohrung ist editierbar

Netzliste und Pads
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> Strom und Temperatur

Stromdichte und Stromrichtung

4-Lagen Verteilerbaugruppe für Ströme 
eines 3-Phasenmotos 

Hot Spots

U

V W
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> Spannungsabfall und Temperatur

LDO

Spannungsabfall (V) bei Leiterbahn- und Bauteilheizung

Spannungsabfall (V) bei 20°C
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> Transient

100 ms Stromstoß in einer Innenlage

Aufheizkurve mit dauerhaften Verlusten und Strömen

Die Top Lage 
bleibt kalt.
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> Induktanz (Induktivität)

Lehrbuch
Doppelleitung

TRM

L≈
𝜇𝓁

4𝜋
(1 + ln

𝑑−𝑎

𝑎
) = 128 

nH        

L=122 nH   

Vergleich mit Lehrbuch

Lehrbuch TRM
Einzelleitung

Lself≈
𝜇𝓁

2𝜋
(ln

2𝓁

w+t
+

1

2
)=102

L11=L22 = 102 nH

Sebst- und Gegeninduktanz

𝐋 =
102 −41
−41 102

nH

Doppelleitung

L≈
𝜇𝓁

4𝜋
(1 + ln

𝑑−𝑎

𝑎
)= 

128 nH        

Summe Matrixelemente
102+102–41-41= 122 nH

U V W

L = 
9.4 5.1 −7.4
5.1 17 −5.7
−7.4 −5.7 38

nH

TRM: 6.0 μH
EM software: 5.9 μH 
Gemessen: 5.07 μH
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> Technologie

MaterialdatenbankTRM ist auch geeignet für rein 
technologische Untersuchungen:
ganz ohne Layoutdaten oder 
gemischt mit Layoutanteilen.

Batch Läufe

IPC-2221 ähnliche Leiterbahn mit 
Kupferflutung

In die Tiefe gehen mit Auswertungstabellen

Report by levels
1 Top Layer           0.088 W
2 Dielectric          0.000 W
3 Mid Layer 1         0.020 W
4 Dielectric          0.001 W
5 Mid Layer 2         0.014 W
6 Dielectric          0.000 W
7 Bottom Layer       0.004 W

Total Joule Heat=  0.127 W

Report of Electric Results per Net
Net               Flux(A)>0  Vmin(V)      Vmax(V)    Vdrop(mV)   RDC(mOhm)   PJoule(W) 

1 AGND               10.000   0.000       0.013      12.960       1.296       0.127                           
Total Heat                                                                      0.127
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> Sonderaufbauten

Heizfolie @12 V

Heizfolie auf Substraten
0.5 mm Glas

0.5 mm Kunststoff

@12 V → 3.9 A  , 47 W
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Software nimmt Ihnen das Denken zwar nicht ab ...

… aber durch Sehen und Experimentieren lernen
Sie nach und nach eine ganze Menge über Ihr
Board und die eingesetzten Technologien

 Design
 Schwachpunkte
 Alternativen
 Einsparpotential
 Ideen für das nächste Design

Darüber hinaus

 sehen und verstehen Sie Thermal Management
 testen Sie den Nutzen neuartiger Produkte 
 lernen Sie wie man thermsiche Datenblätter und 

AppNotes genau lesen und einschätzen muss

TRM ist mehr als nur Software

Kontakt

info@adam-research.de
www.adam-research.de

ADAM Research
Berechnungen und Dienstleistungen
Dr. Johannes Adam
Theodor-Heuss-Strasse 12
69181 Leimen
Tel. (06224) 921107

mailto:info@adam-research.de
http://www.adam-research.de/

